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55 英寸显示屏结构技术规范 

1 范围 

本文件规定了 55 英寸 LCD 显示屏(OC)与结构相关的要素和必要尺寸的要求，这些要求是根据目前中

国市场上被共同认可的主流产品的规范而确定。 

2 缩略语 

以下缩略语适用于本文件。 
AA 区 有效显示区（Active Area） 
BM  黑色矩阵(Black Matrix)  
OLB    外部引线粘接(Outer Lead Bond) 
CELL 液晶盒 
COF    覆晶薄膜(Chip On Film) 
OC     显示屏(Open Cell) 
FFC  柔性扁平电缆(Flexible Flat Cable) 
PCB    印刷电路板(Printed Circuit Board) 

3 结构组成 

 在实际交付的 55 英寸显示屏（OC）产品中，应包括 CELL、SOURCE PCB、COF 等零部件，如图 1
所示。 

 

图 1  55英寸显示屏结构示意图 

 

显示屏的整体结构应满足表 1 的要求。 
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表 1 显示屏整体结构要求                                                      

单位 mm 

编号 内容 要求 备注 

1 AA 区尺寸 1209.6 x 680.4 54.6” 

2 CF Glass 尺寸 长：[1209.6+BM] 宽：[680.4+BM+OLB] 公差：±0.20 

3 TFT Glass 尺寸 长：[1209.6+BM] 宽：[680.4+BM] 公差：±0.20 

4 Cell 厚度 ≤0.8  - 

5 BM 区尺寸 a 
D(source 侧)≤8.5  

U/L/R≥3  
指 AA 到 TFT 边缘 

6 OLB 尺寸 1.5~3.5  COF 绑定区域 

a：D、U、L、R 分别指下、上、左、右侧，下同。 

 

4 基本要求 

4.1 SOURCE PCB 结构要求 

SOURCE PCB 的结构图如图 2 所示。  

 

图 2 SOURCE PCB 结构图 

 

 

 

基本要求如表 2 所示。 
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表 2 SOURCE PCB 基本要求 

单位 mm 

编号 内容 要求 备注 

1 总长度 小于 CELL 宽度，边至显示屏距离 W≥4.5 - 

2 宽度 推荐 Ws≥14 公差：±0.2 

3 厚度 0.8/1.0 /1.2  - 

4 固定方式 卡扣式 固定位置、尺寸可商定 

5 接地位置 漏铜位置在 PCB 板正反面都需要有预留 - 

6 连接线 电缆线或 FFC 线 - 

4.2 SOURCE COF 设计要求 

SOURCE COF 的作用是用于连接 SOURCE PCB 和 CELL，其结构图如图 3 所示。 

 

图 3 SOURCE COF 结构图 

基本设计要求如表 3 所示。 
表 3 SOURCE COF 设计要求 

单位 mm 

编号 内容 要求 备注 

1 长度 L(COF) ≥24.3 指 PCB 边到 TFT 边的距离 

2 宽度 W(COF)=42 公差：±0.5 

3 数量 24 个/12 个/6 个 - 

4 位置 4K≥50；8K≥32 首个 COF 中心距 Cell 边缘尺寸 



T/CVIA 101-2022 

 4 

5 间距 4K≥100.8；8K≥46 COF 之间距离（x 方向） 

6 芯片位置 距 TFT 边大于 1/3 COF 长度 IC 中心到 TFT 边缘 

4.3 贴膜要求 

CELL 共有上下两层偏光膜片，其外形尺寸与其贴附的玻璃基板位置关系如图 4 所示。  

 

(a)其他三侧结构示意                  （b）Source 侧结构示意 

图 4 Cell贴膜结构示意图 

具体要求如表 4 所示。 
表４ 贴膜要求 

单位 mm  

编号 内容 要求 

1 上偏光片边缘距离 CF 尺寸 
0.7≤D(source 侧) ≤1.2； 

U/L/R≤0.9 

2 下偏光片边缘距离 TFT 尺寸 D(source 侧)≥4.0；U/L/R≥3.7 
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